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Beschreibung

Verfahren zum Herstellen einer Bodenbelagunterlage und
Verfahren zum Herstellen einer Unterlageschicht fir eine
Bodenbelagunterlage mit mindestens einem darin integrierten

elektronischen Bauelement

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer
Bodenkelagunterlage, eine Bodenbelagunterlage, ein Verfahren
zur Integration mindestensg eines elektronischen Bauelementes
in einem FufRboden, einen FuRboden mit mindestens einem
integrierten elektronischen Bauelement, ein Verfahren zum
Herstellen einer Unterlageschicht fiir eine
Bodenbelagunterlage, sowie eine Unterlageschicht fir eine

Bodenbelagunterlage.

‘In einem FuRboden integrierte RFID-Tags (Radio Fregquency

IDentification-Tags, zu déutsch: Radiofrequenz-

Identifikations-Datentridger bzw. Funketiketten), die in einem
regelmdféigen Raster in den Fuftboden eingebracht werden,
kénnen als Funklandmarken fiir die Lokalisation von
Roboterfahrzeugen oder anderen mobilen Gerdten benutzt
werden. Dazu macht man sich zu Nutze, dass jedes dieser
Funketiketten eine eigene ID-Nummer besitzt, mit anderen
Worten eine fir das jeweilige Funketikett eindeutige
Kennungsinformation. Nach der Installation der Funketiketten
im Boden kann dann eine Art Landkarte erstellt werden, welche
die phyegikalische Position jedes Funketiketts im Boden

" beschreibt.

o

Die zu lokalisierenden Roboter oder andere bewegliche Objekte
werden mit einem Lesegerédt fir die Funketiketten
ausgestattet. Zusédtzlich wird ilhrer lokalen bzw., einer
zentralen Steuereinheit die Kartierungsinformation zur
Verfligung gestellt. Damit kénnen die Lesegeridte immer, wenn

'sie mit ihrer Leseantenne in den Empfangsbereich der Antenne

'eines Funketiketts kommen, dessen ID-Nummer auslesen und
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2
unter Verwendung der Kartierungsinformation ihren exakten

Standort bestimmen.

Beispiele flir die Lokalisation und/oder Navigation mittels in
einem Fuffboden integrierter Identifikationsdatentrédger sind
zum Beispiel in [13, [2] und [3] beschrieben, sowle in [4],
welche einen Nasswischroboter beschreibt, und in [5], welche

einen autonom fahrenden Gabelstapler beschreibt.

Das Einbringen von Funketiketten in einen Fuflboden erfolgt
bisher in der Regel derart, dass die Funketiketten einzeln in
den Boden eingebracht werden. In [6] ist beispielsweise
beschrieben, verkapselte RFID-Tags mittels Bohrungen im Boden
nachtrédglich zu versenken. Dieses Verfahren erfordert einen
erheblichen Aufwand beim Bohren der Lécher in den Boden,
Einbringen der Funketiketten und Versiegeln der Bohrungen,
sowle dem anschlieffenden Einmessen und der Erstellung einer

Kartierung.

0ft werden fir Demonstrationszwecke Funketiketten mit einer
Kaltklebeschicht direkt auf dem Untergrund (Estrich)
unterhalb des Bodenbelagé aufgebracht. Dazu muss der
Untergrund méglichst eben sein, was beispielsweise durch eine
Spachtelung des Estrichs erreicht werden kann., Da ein
mdglichst exaktes Raster einzuhalten ist, ist auferdem vor

dem Aufbringen der Funketiketten ein Schnurgeriist

herzustellen. Dabel besteht die Gefahr, dass beim Aufbringen
des Bodenbelags bereitsg ein Teil der Funketiketten mechanisch
zerstdrt wird oder die Restfeuchte, wie sie besonders bei
Neubauten vorhanden ist, die Elektronik zergtdrt. Beil
elastischen Bodenbeldgen (z.B. Teppich, PVC, Gummi, Linoleum)
kénnen zudem die mechanischen Belastungen beim Gebrauch in
kurzer Zeit zum Ausfall der Funketiketten fiihren. Beim
Verlegen von Funketiketten unter Fliesen oder Steinbdden
wiederum zerstOrt der Fliesenkleber beim Verlegen in vielen

Fdllen die Funketiketten.
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Eine Moglichkeit, eine textile Trittschalld&mmung bzw. einen
Teppichboden bei der Herstellung mit einem regelimidfzigen
Raster von Funketiketten auszustatten, ist in [7]
beschrieben. Das in {7] beschriebene System igt begchrdnkt
auf Teppichboden oder Parkett/Laminat. Insbesondere in
Offentlichen oder gewerblichen Bauten ist jedoch heutzutage
iiblicherweise ein Grofteil der Bdden mit Steinbelag, Fliesen,
Kunstharz, Terrazzco, PVC, Kautschuk coder Linoleum
ausgestattet. Unter all diesen Belédgen ist die in [7]
beschriebene textile Trittschalld&mmung nicht einsetzbar.

Ein der Erfindung zugrunde liegendes Problem besteht darin,
Funketiketten bzw. allgemein elektronische Bauelemente auf
einfache und kostenglnstige Welse in einem Boden zu
integrieren und gleichzeitig die Funketiketten bzw. die
elektronischen Bauelemente zuverldssig vor mdglichen

Belastungen, denen sie im Boden ausgesetzt sind, zu schitzen.

Das Problem wird geldst durch ein Verfahren zum Herstellen
einer Bodenbelagunterlage, eine Bodenbelagunterlage, ein
Verfahren zur Integration mindestens eines elektronischen
Bauelementes in einem FulRboden, einen Fuffboden mit mindestens
einem integrierten elektronischen Bauelement, ein Verfahren
zum Herstellen einer Unterlageschicht fir eine
Bodenbelagunterlage sowie eine Unterlageschicht flUr eine
Bodenbelagunterlage mit den Merkmalen gemdf den unabhidngigen

Patentanspriichen.

Beispielhafte Ausgestaltungen. der Erfindung ergeben sich aus
den abhingigen Patentanspriichen. Die weiteren Ausgestaltungen

der Erfindung, die im Zusammenhang mit dem Verfahren zum

- Herstellen der Bodenbelagunterlage beschrieben sind, gelten

sinngem&R und soweit sinnvoll auch fiir die
Bodenbelagunterlage, das Verfahren zur Integration des
mindestens einen elektronischen Bauelementeg in den Fulboden,

den FuRboden, das Verfahren zum Herstellen der
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Unterlageschicht fir die Bodenbelagunterlage sowie die

Unterlageschicht.

Bel einem Verfahren zum Herstellen einer Bodenbelagunterlage
gemdfd einem Ausfithrungsbeispiel wird mindestens ein
elektronisches Bauelement in eine Schicht, welche mindestens

ein aushirtbares Material aufwelist, eingebettet.

Eine Bodenbelagunterlage gemdlR einem anderen
Ausfithrungsbeispiel weist eine Schicht auf, welche mindestens

ein aushdrtbares Material aufwelst. Ferner weist die

‘Bodenbelagunterlage mindestens ein elektronisches Bauelement

auf, welches in der Schicht eingebettet ist.

Unter elnem aushdrtbaren Material oder hirtbaren Material
kann im Rahmen dieser Anmeldung beispielsweise ein Material
verstanden werden, welches von einem ersten Zustand mit einer
niedrigen Viskositdt (angchaulich einem Zustand, in dem das
Material formbar ist, z.B. flissig, giefsfdhig, streichfé&hig
oder spachtelfdhig) im Wesentlichen irreversibel in einen
zwelten Zustand mit einer hdheren Viskogitdt dbergehen kann
(zum Beispiel mittels Erwdrmens bzw. Temperns), wobei das
Material in dem zweiten Zustand formstabil bzw. fest (hart}
ist. Der Ubergang kann als Aushdrten des Materials bezeichnet

werden.

GemdR einem Ausfiihrungsbeispiel kann das aushdrtbare Material
der Schicht in dem ersten Zustand verarbeitet bzw.
prozessiert werden und anschlieffend in den zweiten Zustand
{berfihrt werden (d.h., die Schicht kann ausgehidrtet werden).

Zzum Beispiel kann in dem ersten Zustand das mindestens eine

elektronische Bauelement in die (noch nicht ausgehdrtete)

Schicht eingebracht und anschlieftend mittels Aushdrtens der
Schicht fest bzw. spielfrei darin eingebettet werden. Die
Schichit, welche das mindestens eine aushidrtbare Material
aufweist, wird im Folgendeh auch als aushirtbare Schicht

bezeichnet.
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Geméfd einem Ausfilhrungsbeispiel weist das mindestens eine
aushidrtbare Material mindestens eines der folgenden
Materialien auf: ein Kunstharz-Material (z.B. ein Epoxicdharz
oder Mischungen aus Epoxidharzen), ein Dispersionskleber-
Material, ein mineralisches Grundierungs-Material (z.B. Beton
oder Zement). Alternativ kdnnen andere geeignete aushértbare

Materialien verwendet werden.

Unter einem Epoxidharz kann in diesem Zusammenhang ein
Kunstharz verstanden werden, welches aus Polymeren besteht,
die je nach Reaktionsfithrung unter Zugabe geeigneter Harter
einen duroplastischen Kunststoff von hoher Festigkeit und
chemischer Bestdndigkeit ergeben. Werden Epoxidharz und
Hérter gemischt, erfolgt je nach Zusammensetzung und
Temperatur {iblicherweise innerhalb von wenigen Minuten bis
einigen Stunden die Aushértung des urspringlich fliissigen
Gemisches. In manchen Fdllen kann big zur vollstandigen

aushartung eine langere Zeltdauer vergehen.

Genmdfd einem anderen Ausfﬁhruhgsbeispiel betrdgt die Dicke der
aushirtbaren Schicht (beispielsweise die Dicke einer
Kunstharzschicht), in der das elektronische Bauelement

‘eingebettet ist, ungefdhr 0.2 mm bis mehrere Zentimeter,

beispielsweise ungefdhr 0.2 mm bis 2 cm, zum Beispiel
ungefihr 2 mm. Alternativ kann die Schicht eine andere Dicke

aufweisen.

GemdaR einem anderen Ausfiihrungsbeilspiel wird das mindestens
eine elektronische Bauelement auf einer ersten Teilschicht,
welche ein erstes aushdrtbares Material aufweist, aufgebracht
und/oder zumindest tellweise in die erste Teilschicht
eingebracht, und es wird eine zweite Teilschicht, welche ein
zweltes aushartbares Material aufweist, auf der ersten
Teilschicht und dem elektronischen Bauelement aufgebracht, so
dass die Schicht mit dem darin eingebetteten mindestiens einen

elektronischen Bauelement gebildet wird. Das erste
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aushdrtbare Material und das zweite aushdrtbare Material
konnen dabeil dasselbe Material sein. Alternativ kann das
zwelite aushértbare Material ein anderes Material sein als das
erste aushdrtbare Material. Die erste Teilschicht wird im
Folgenden auch als erste aushértbare Teilschicht bezeichnet,
und die zweite Teilschicht wird im Folgenden auch als zweite

aushirtbare Teilschicht bezeichnet.

Angchaulich kann gemidff dem oben beschriebenen
Ausfihrungsbeispiel eine erste aushdrtbare Teilschicht
bereitgestellt werden, und das elektronische Bauelement wird
auf der (noch nicht ausgehidrteten) ersten Teilschicht
aufgebracht und/oder zumindest tellweise darin eingebracht,
Anschlieffend wird eine zweite aushdrtbare Teilschicht auf der
ersten Teilschicht und dem darauf aufgebrachten und/oder
darin eingebrachten elektronischen Bauelement aufgebracht, so
dass das Bauelement zwischen den beiden Teilschichten
angeordnet bzw. eingebettet ist. Die erste Tellschicht und
die zwelte Teilschicht ktnnen nachfolgend ausgehdrtet werden,
so dass das elektromnische Bauelement fest (mit anderen
Worten, spielfrei) in den ausgehdrteten Teilschichten

eingebettet wird.

Gemdf? einem anderen Ausfiihrungsbeispiel weisen das erste
aushdrtbare Material und/oder das zweite aushidrtbare Material

mindestens eines der folgenden Materialien auf: ein

. Runstharz-Material (z.B. ein Epoxidharz oder Mischungen aus

Epoxidharzen), ein Dispersionskleber-Material, ein
mineralisches Grundierungs-Material (z.B. Beton oder Zement).
Alternativ kdénnen andere geeignete aushidrtbare Materialien

verwendet werden.

“Gemdf elnem anderen Ausfihrungsbeispiel wird das mindestens

eine elektronische Bauelement in eilne Unterlageschicht
eingebracht und/oder auf der Unterlageschicht aufgebracht,
und die Unterlageschicht mit dem elektronischen Bauelement
wird in der Schicht, welche das mindestens eine aushértbare
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Material aufweist, eingebettet. Das Einbringen und/oder

Aufbringen des elektronischen Bauelementes in die

Unterlageschicht und/oder auf der Unterlageschicht kann

anschaulich vor dem Einbetten der Unterlageschicht in die

Schicht erfolgen.

GemdfR einem anderen Ausfiihrungsbeispiel wird eine Mehrzahl
von elektronischen Bauelementen in die Unterlageschicht
eingebracht und/oder auf der Unterlageschicht aufgebracht,
beispielsweise in einem regelmidRigen Raster. Mit anderen
Worten kdnnen die elektronischen Bauelemente in einem
regelmidffigen Raster (z.B. einem Rechteckraster oder einem
Quadratraster) in und/oder auf der Unterlageschicht
angeordnet werden., Die einzelnen Bauelemente kénnen in dem
Raster beispielsweise einen Abstand zueinander von ungefdhr
10 cm bis 1 m aufweisen, zum Beigpiel ungefdhr 30 cm bis

70 cm, beigpielsweise ungefihr 50 cm gemifs einem
Ausfihrungsbeispiel. Alternativ, beispielsweise je nach
gewiinschter Anwendung, kénnen die Bauelemente einen anderen

Abstand zueinander aufweisen.

Ferner ist es auch mdglich, dass der Abstand der Bauelemente
variabel ist. Zum Beispiel kann im Falle von Funketiketten
als elektronischen Bauelementen der Abstand der Funketiketten
in der Unterlageschicht variieren und beispielsweise an eine
bei einer Leokalisation/Navigation erwﬁnsdhte Ortsaufldsung
angepasst sein, belspielswelse derart, dass in einem ersten
Teilbereich der Unterlageschicht die Funketiketten einen
ergsten Abstand zueinander aufweisen und in einem zweiten

Teilbereich der Unterlageschicht einen zweiten Abstand

zueinander aufweisen, wobei der zweite Abstand beispielsweise

kleiner sein kann als der erste Abstand, so dass in dem
zwelten Teilbereich eine Lokaligation/Navigation mit héherer

Ortsauflidsung erméglicht wird.

- Gemd® einem Ausfilhrungsbeispiel wird die Unterlageschicht mit

den darin eingebrachten bzw. darauf aufgebrachten
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elektronischen Bauelementen auf der ersten aushédrtbaren
Teillschicht aufgebracht, und die zwelte aushdrtbare
Teilschicht wird auf der Unterlageschicht aufgebracht.

Gem&f: einem anderen Ausflihrungsbelispiel weist die
Unterlageschicht eine durchlidssige (anders ausgedriickt, eine
durchdringbare) Struktur auf. Mit anderen Worten kann die
Unterlageschicht ein durchlédssiges (durchdringbares) Material

aufweisen oder daraus bestehen.

Unter einem durchlidssigen bzw. durchdringbaren Material kann
im Rahmen dieser Anmeldung allgemein ein Material verstanden
werden, welches fiir ein anderes Material zumindest feilweige
durchléassig ist bzw. von dem anderen Material zumindest
teilweige durchdrungen werden kann. Ingbegondere kaﬁn unter
einem durchldssigen Material ein Material verstanden werden,
welches beispielsweige flir das mindestens eine aushdrtbare
Material zumindest teilweise durchlidssig ist bzw. zumindest

teilweise von diesem durchdrungen werden kann.

Zum Beispiel kann das durchlédssige Material fir das erste
aushdrtbare Material der ersten aushértbaren Teilschicht
und/oder das zweite aushdrtbare Material der zweiten
aushidrtbaren Teilschicht zumindest teilweise durchldssig seiln
bzw. zumindest tellweise von dem ersten und/oder zweiten
aushdrtbaren Material durchdrungen werden. Mit anderen Worten
kann die durchldssige Struktur so eingerichtet sein, dass
beim Aufbringen der Unterlageschicht auf der ersten
aushédrtbaren Teilschicht und/ocder beim Aufbringen der zwelten
aushértbaren Teilschicht auf der Unterlageschicht das
Material der ersten aushdrtbaren Teilschicht und/oder das
Material der zweiten aushdrtbaren Teilschicht zumindest
teilwelse durch die durchléséige Struktur der
Unterlageschicht hindurchtreten kénnen/kann, so dass die
Materialien der ersten und zwelten aushdrtbaren Teilschicht
durch die Unterlageschicht hindurch miteinander in Kontakt

kommen kdnnen und somit nach dem Aushérten der beiden
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Teilschichten eine feste Verbindung zwischen den

Teilschichten erreilcht werden kann.

Gemaf einem Ausfiihrungsbeispiel kann die durchlé&ssige
Struktur flr ein anderes Material (z.B. fir das mindestens
eine aushdrtbare Material) durchlidssige bzw. durchdringbare
Offnungen (auch als Locher bezeichnet) aufweisen, wobei die
Offnungen eine Gréfe (z.B. einen Durchmesger) von ungefdhr 1
mm bis 50 mm aufweisen, zum Beispiel ungefdhr 3 mm bis 10 mm,
beispielsweise ungefdhr 5 mm. Alternativ kann die Groéffer der

Offnungen einen anderen Wert aufweisen.

Gemdl einem Ausfihrungsbeispiel kann als durchlidssiges
Material beigpielsweise Gittergewebe aus Glasfaser,
Carbonfaser, Metalldraht, Polyester, Polyethylen oder

.gestanzte oder gelochte Folien, Bleche oder mit Durchbriichen

versehenes Papier verwendet werden. Alternativ kdnnen anderen

Materialien verwendet werden.

Gemdk einem anderen Ausfiihrungsbeispiel weist die
Unterlageschicht eine Maschenstruktur auf. Mit anderen Worten
kann die Unterlageschicht ein Material mit einer
Magchenstruktur (zum Beispiel ein Maschengewebe)} aufweisen

oder daraus bestehen,

Die Maschenweite der Maschenstruktur kann so ausgebildet
sein, dass die Maschenstruktur fliir das erste aushértbare
Material der ersten aushdrtbaren Teilschicht und/cder das
zwelte aushdrtbare Material der zweiten aushartbaren
Teilschicht zumindest teilweise durchlédssig ist. Mit anderen
Worten kann die Maschenweite so ausgebildet sein, dass beim
Aufbringen der Unterlageschicht auf der ersten aushdrtbaren
Teilschicht und/oder beim Aufbringen der zweiten aushdrtbaren
Teilschicht auf der Unterlageschicht das Material der ersten
aushértbaren Teilschicht und/oder das Material der zweiten

aushédrtbaren Teilschicht zumihdest teilweise durch die

- Maschenstruktur der Unterlageschicht hindurchtreten
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kénnen/kann, so dass die Materialien der ersten und zweiten
aushdrtbaren Tellschicht durch die Unterlageschicht hindurch
miteinander in Kontakt kommen kénnen und somit nach dem
Aushérten der Teilschichten eine feste Verbindung zwischen

den Schichten erreicht werden kann.

Geméf einem Ausfihrungsbeispiel betragt die Maschenwelte
beigpielswelise ungefdhr 1 mm bis 50 mm, zum Belspiel ungefdhr
3 mm bis 10 mm, beispielsweise ungefdhr 5 mm. Alternativ kann

die Maschenweite einen anderen Wert aufweigen.

Gemdfs einem anderen Augfihrungsbeispiel ist die

'Unterlageschicht ein Armierungsgewebe. Unter einem

Armierungsgewebe kann in diesem Zusammenhang ein Gewebe bzw.
eine Gewebestruktur verstanden werden, das/die zur
Verstdrkung (auch als Armierung oder Bewehrung bezeichnet)
eines Bodenbelags oder eines Untergrunds (Estrichs) oder
allgemein einer Schicht in den Bodenbelag bzw. den Estrich
oder die Schicht eingelegt {eingebettet) wird. Ein
Armierungsgewebe kann beispielsweise eine hbdhere
zugfestigkeit und/oder Druckfestigkeit aufweisen als das zu

armierende bzw. zu bewehrende Objekt, und/oder eine gréRere

Haltbarkeit gegeniiber weiteren Eianfliissen (z.B.
Umwelteinfliissen wie belspielsweise Wasser, Frost, chemische

Stoffe, etc.).

GemdR einem Ausfililirungsbelspiel weist das Armierungsgewebe
mindestens eines der folgenden Materialien auf: ein
Glasfaser-Material, Polyethylen, Polypropylen, Polyester, ein
Carbonfaser-Material, ein Naturfaser-Material. Mit anderen
Worten kann das Armierungsgewebe:eines oder mehrere der

vorangehend genannten Materialien aufwelsen oder daraus

bestehen.

Gemdft einem anderen Ausfiithrungsbeigpiel wird die aushértbare
Schicht auf der Unterlageschicht (z.B. dem Armierungsgewebe)

‘mit den darin eingebrachten bzw. darauf aufgebrachten
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elektronischen Bauelementen aufgebracht. Weist die
Unterlageschicht eine Maschenstruktur oder eine durchlédssige
Struktur auf, so kann das Material der aushartbaren Schicht
(z.B. einer Kunstharzschicht) zumindest teilweise durch die
Maschen bzw. Offnungen der Unterlageschicht hindurchtreten
und mit einer unter der Unterlageschicht angeordneten Schicht
(z.B. einem Untergrund wie beispielsweise einem Estrich} in
Kontakt treten und bei einem anschlieflenden Aushdrten eine
feste Verbindung mit dieser Schicht eingehen, wobei
gleichzeitig die Unterlageschicht fest (bzw. spielfrei) in

der aushdrtbaren Schicht eingebettet werden kann.

.Gemdfs einem anderen Ausfihrungsbeispiel wird in der

Unterlageschicht mindestens eine Aussparung gebildet, und das
mindestens eine elektronische Bauelement wird in die
mindestens eine Aussparung eingebracht. Gemdff einem
Ausfiihrungsbeispiel kann die Form und GriRe der Aussparung
dem darin einzubringenden elektronischen Bauelement angepasst
seln. Mittels der Aussparung kann anschaulich ein | '
Hbhenausgleich zwischen der Unterlageschicht und dem
mindestens einen darin integrierten elektronischen Bauelement

erreicht werden.

Gemdfd einem anderen Ausflthrungsbeispiel wird die mindestens
eine Aussparung mittels eines der folgenden Verfahren
gebildet: Lasern, Stanzen, Schneiden, Frédsen. Alternativ
konnen andere geeignete Verfahren zum Bilden der Aussparung

verwendet werden.

GCemafs einem anderen Ausfihrungsbeispilel wird das mindestens
eine elektronische Bauelement vor dem Einbetten in die
aushértbare Schicht in einer Verkapselungsschicht
(beispielsweise einer Kunststoffschicht) verkapselt. Mit
anderen Worten wird das elektronische Bauelement mit der

Verkapselunggschicht kaschiert. Mittelgs des Verkapselng (auch

-als Einkapseln bezeichnet) bzw. Kaschierens kann

"beispielsweise ein Ho6henausgleich zwischen einzelinen
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Komponenten des elektronischen Bauelements erreicht werden.
Ferner kann das elektronische Bauelement mittels der
Verkapselungsschicht gegen mechanische und/oder chemische

Einfliisse und/oder Feuchtigkeit geschiitzt werden.

Gemdf einem anderen Ausfihrungsbeispiel wird das mindestens
eine elektronische Bauelement vor dem Einbringen in die
Unterlageschicht und/oder Aufbringen auf die Unterlageschicht

in der Verkapselungsschicht verkapselt.

Geméafz einem anderen Ausfihrungsbeispiel wird das mindestens
eine elektronische Bauelement unter Verwendung der
Verkapselungsschicht mit der Unterlageschicht verklebt.

Gemadls einem anderen Ausfihrungsbeispiel ist das mindestens
eine elektrconische Bauelement ein Funk-
Tdentifikationsdatentridger {auch als Funketikett bezeichnet),
beisgpielsweise ein RFID-~Tag, zum Beispiel ein passgsiver RFID-
Tag. Der Funk-Identifikationsdatentrdger kann eine eindeutige
Kennungsinformation (ID-Nummer) aufweisen, welche zum
Belgpiel mittels eines geeigneten Lesegerdts, das an den
Funk-Identifikationsdatentridger herangefihrt oder an diesem

vorbeigeflihrt wird, ausgelesen werden kann.

Bei einem Verfahren zur Integration mindestens eines

elektronischen Bauelementes in einem FuRboden gemdfi einem

-anderen Auvsflihrungsbeispiel wird eine Bodenbelagunterlage

bereitgestellt. Ferner wird ein Bodenbelag auf der

RBodenbelagunterlage aufgebracht.

Ein FuRboden mit mindestens einem integrierten elektronischen
Bauelement gemdfs einem anderen Ausfihrungsbeispiel weist eine
Bodenbelagunterlage sowie einen  Bodenbelag, welcher auf der

Bodenbelagunterlage aufgebracht ist, auf.

Die Bodenbelagunterlage kann gemdf einem der hierin
beschriebenen Ausfiihrungsbeispiele ausgebildet werden bzw.
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sein. Bei dem Bodenbelag kann es sich um einen beliebigen
Bodenbelag handeln, zum Beilspiel Stein, Fliesen, Beton,
Kunstharz, Terrazzo, PVC, Linoleum, Teppich, Parkett, Laminat

und andere elastische Beldge, mit Ausnahme von Metall.

Beil einem Verfahren zum Herstellen einer Unterlageschicht fir
eine Bodenbelagunterlage gemdfz einem anderen
Ausfihrungsbeispiel wird eine Unterlageschicht
bereitgestellt, wobel die Unterlageschicht eine durchléssige
Struktur oder eine Maschenstruktur aufweist. Ferner wird
mindestens ein elektronisches Bauelement in die
Unterlageschicht eingebracht und/cder auf der
Unterlageschicht aufgebracht.

Eine Unterlageschicht fiir eine Bodenbelagunterlage gemdf
einem anderen Ausfiihrungsbeispiel weist mindestens ein
elektronisches Bauelement auf, welches in die
Unterlageschicht eingebracht und/oder auf der
Unterlageschicht aufgebracht ist, wobel die Unterlageschicht

eine durchldssige Struktur oder eine Maschenstruktur

aufweist.

Die Unterlageschicht kann gemdR einem der hierin
beschriebenen aAusflihrungsbeispiele ausgebildet werden bzw.

sein.

‘Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren

dargestellt und werden im Folgenden nédher erliutert. In den
Figuren sind gleiche oder &dhnliche Elemente, soweit sinnvoll,
mit gleichen oder identischen Bezugszeichen versehen. Die in
den Figuren gezeigten Darstellungen sind schematisch und
daher nicht maflstabsgetreu gezeichnet.

Es zeigen
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1A bis Figur 3B ein Verfahren zum Herstellen einer
Unterlageschicht flir eine Bodenbelagunterlage

gemdfl einem Ausfihrungsbeispiel;

42 und Figur 4B ein Verfahren zum Herstellen einer
Unterlageschicht fir eine Bodenbelagunterlage

gemdfl einem anderen Ausfltihrungsbeispiel;

54 und Figur 5B ein Funketikett zur Verwendung in
einer Bodenbelagunterlage gemdfs einem

ausfihrungsbeispiel;

6 eine schematische Darstellung einer Kartierung von
in eine Unterlageschicht eingebrachten
Funketiketten gemif einem anderen

Ausfihrungsbeispiel;

72 elin Verfahren zum Herstellen einer
Bodenbelagunterlage gemdfR einem

Ausfihrungsbeispiel;

7B  einen FuRboden mit einer Bodenbelagunterlage gemils

einem anderen Ausfiihrungsbeigpiel;

8A bis Figur 8C " ein Verfahren zum Herstellen einer
Bodenbelagunterlage gemdfl einem anderen

Ausfihrungsbeispiel;

9A und Figur 9B ein Verfahren zum Herstellen einer
Bodenbelagunterlage gemdfs einem anderen

Ausfithrungsheispiel;

10A ein Verfahren zum Herstellen einer
Bodenbelagunterlage gemdfs einem anderen

Ausfihrungsbeispiel;
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Figur 10B einen FuBboden mit einer Bodenbelagunterlage gemdfd

einenm anderen Ausflihrungsbeispiel.

Nachfolgend wird unter Bezug auf Fig. 1A bis Fig. 3B ein
Verfahren beschrieben zum Herstellen einer Unterlageschicht

fiir eine Bodenbelagunterlage gem&R einem Ausfithrungsbeispiel.

Gem&R diesem Ausfithrungsbeispiel wird eine Unterlageschicht
20 bereitgestellt. Fig. 1A und Fig. 1B zeigen einen
Ausschnitt der Unterlageschicht 20 in Draufsicht (Fig. 1A)
und im Querschnitt (Fig. 1B}. Die Unterlageschicht 20 weist
ein Armierungsgewebe 9 mit einer Maschenstruktur auf. Gemafs
dem hier gezeigten Ausfihrungsbeispiel ist das
Armierungsgewebe 9 als ein Glasfasergewebe ausgebildet.
Alternativ kann das Armierungsgewebe andere Materialien
aufweisen wie z.B. Polyethylen, Polypropylen, Polyester,
Carbonfasern, Naturfasern oder Metalldrdhte. Das
Glasfasergewebe ¢ weist erste Glasfasern 6 auf, welche in
einer ersten Richtung (beispielsweise in Schussrichtung)
angeordnet sind, sowie zweite Glasfasern 7, welche in einer
zwelten Richtung (gemdR dem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel
senkrecht zur ersten Richtung, beigpielsweise in
Kettrichtung) angeordnet sind. Ferner welst das
Glasfasergewebe 9 eine Vielzahl von Maschen 9a auf, welche

zwischen den Glasfasern 6, 7 ausgebildet sind.

Das Glasfasergewebe 9 der Unterlageschicht 20 kann

beispielsweise eine Dicke von ungefdhr 0.1 mm bis 5 mm
aufweisen, zum Beispiel ungefdhr 0.2 mm bis 1 mm,
beispielsweise 0.45 mm gemdfR einem Ausfihrungsbeispiel. Die

Maschenweite des Glasfasergewebes 9 kann beispielsweise

ungefdhr 1 mm bis 50 mm betragen, zum Beispiel ungefdhr 3 mm

bis 10 mm, beispielsweise ungefdhr 5 mm gemdfs einem
Ausfiihrungsbeispiel. Gem&fR einem Ausfihrungsbeispiel kann es

gich bei dem Glasfasergewebe 2 um Rollenware handeln.
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In der Unterlageschicht 20 {(d.h., in dem Glasfasergewebe 9)
werden in einem regelmidfigen Raster Aussparungen 8 in der
GroRe von zu integrierenden Funketiketten 1 gebildet. Fig. 2a
und Fig. 2B zeigen die Unterlageschicht 20 mit einer darin
gebildeten Aussparung 8 als Draufsicht (Fig. 24) und im
Querschnitt (Fig. 2R). Zur Veranschaulichung ist nur eine
Aussparung 8 in den Figuren gezeigt, es kdnnen jedoch mehrere
bzw. eine Vielzahl von Aussparungen 8 in der Unterliageschicht

20 ausgebildet sein.

Die Aussparungen 8 kdnnen beispielsweise in die
Unterlageschicht 20 gestanzt oder gelasert werden. Gemafs
einem Ausfihrungsbeispiel kénnen die Aussparungen 8
beispielsweise einen guadratischen

Querschnitt aufweisen mit einer Gréfe von beispielsweise
ungefdhr 5 cm x 5 cm gemdfs einem Ausfihrungsbeispiel.
Alternativ kénnen die Aussparungen 8 eine andere
Querschnittsform (z.B. rechteckig, rund, oval oder beliebige
andere Form) und/oder GréRe aufweisen, zum Beispiel an die
Form und/oder GréRe der zu integrierenden Funketiketten
{allgemein, von zu integrierenden elektronischen

Bauelementen) angepasst.

Cemiéfz dem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel werden

Funketiketten 1 in die Unterlageschicht 20 eingebracht.

Fig. 3A und Fig. 3B zeigen die Unterlageschicht 20 mit einem
darin eingebrachten (mit anderen Worten integrierten)
Funketikett 1 als Draufsicht (Fig. 3A) und im Querschnitt
(Fig. 3B). Zusatzlich zu dem in Fig. 3A und Fig. 3B gezeigten

Funketikett 1 kénnen weltere Funketiketten 1 in derx

. Unterlageschicht 20 eingebracht sein (nicht gezeigt).

GemdR dem hier gezeigten Ausfiihrungsbeispiel werden die
Funketiketten 1 vor dem Einbringen in die Unterlageschicht 20

in einer Verkapselungsschicht 5 verkapselt (mit anderen

~Worten, mit der Verkapselungsschicht 5 kaschiert). Gemdfs dem

gezeigten Ausfihrungsbeispiel ist die Verkapselungsschicht 5
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eine thermoplastische Kunststoffschicht, und die
Funketiketten 1 werden beidseitig (d.h. auf der Oberseite und
der Unterseite) mit der thermoplastischen Kunststoffschicht 5

kaschiert.

Fig. 5A und Fig. 5B zeigen ein kaschiertes Funketikett 1, mit
anderen Worten ein Funketikett 1 nach der Verkapselung, als
Draufsicht (Fig. 5A) und im Querschnitt (Fig. 5B), geméfk

einem Ausfihrungsbeispiel.

Bei den Funketiketten 1 kann es sich beispielsweise um
Funketiketten (z.B. passive RFID-Tags) fir den 13,56 MHz-
Standard handeln, wobei der Leseabstand mit einer Handantenne
beispielsweise ungefdhr 10 cm betrigt. Mit anderen Worten
k6nnen die Funketiketten in diesem Fall bis zu einem Abstand
von ungefdhr 10 cm ausgelesen werden. Alternativ kbnnen
Funketiketten verwendet werden, welche fir einen anderen
Frequenzbereich bzw. Standard eingerichtet sind. Die
Funketiketten 1 kdnnen eine fiir das jeweilige Funketikett 1
eindeutige Kennungsinformation (z.B. ID-Nummer) aufweisen,
welche mit einem geeigneten Lesegerdt ausgelesen werden kann.

Jedes Funketikett 1 kann beispielsweise eine auf der
Oberseite des Funketiketts 1 ausgebildete Antenne 2
(beispielsweise eine Induktionsspule), einen auf der
Obergseite des Funketiketts 1 ausgebildeten und mit der
Antenne 2 gekoppelten Chip 3 (z.B. Siliziumchip) und eine auf
der Unterseite des Funketiketts 1 ausgebildete leitende
Briicke 4 (z.B. Metallbriicke) der Antenne 2 aufweisen, wie in

Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt ist.

Mittels der Kaschierung 5 kann das Funketikett 1
beispielsweise vor Druck, Ndsse und chemischen Einfliissen
geschiitzt werden. Ferner kann mittels der Kaschierung 5 ein
Hdhenausgleich des Funketiketts 1 erreicht werden. Mit
anderen Worten welist das kaschierte Funketikett 1 eine plane

Oberseite und eine plane Unterseite auf,
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Die Kaschierung 5 kann beisgpielswelse so ausgefihrt werden,
dass sie an einer oder mehreren Seiten, beisplelsweise an
mindestens zZweil gegeniiberliegenden Seiten, breiter 1st als
das Funketikett 1, beispielsweise ungefdhr 0.5 cm bis 1 cm
breiter gemdfls einem Ausfithrungsbeispiel. Mit anderen Werten
kann die Kaschierung 5 (die Verkapselungsschicht 5) an einer
oder mehreren Seiten, beispielsweise an mindestens zweil
gegeniiberliegenden Seiten, Uber den Rand des Funketiketts 1
hinausragen. CGem&f dem in Fig. 5A und Fig. 5B gezeigten
Ausfihrungsbeispiel ist die Kaschierung 5 so ausgebildet,
dass sie Uber alle vier Riander des Funketiketts 1 hinausragt.

Nach dem Kaschieren kénnen die Funketiketten 1 zur jeweiligen
Aussparung 8 der Unterlageschicht 20 justiert und unter Druck
und Widrme in die Unterlageschicht 20 eingepresst werden.
Dabei verbinden sich die Uberstehenden Rdnder der
Kunststoffschicht 5 fest mit dem Armierungsgewebe 9 und
fixieren die Funketiketten 1, wobel gleichzeitig die
HOohenunterschiede ausgeglichen werden konnen. Mit anderen
Worten konnen die Funketiketten 1 unter Verwendung der
Kunststoffschicht 5 {allgemein, der Verkapselungsschicht 5}
mit der Unterlageschicht 20 (zum Beispiel mit dem
Glasfasergewebe) verklebt werden. Fig. 3A zeigt ein in das
Armierungsgewebe 2 integriertes Funketikett 1 in der

Draufsicht, Fig. 3B im Querschnitt.

Gemdf einem anderen Ausfiihrungsbeispiel kann auf das Bilden
der Aussparungen 8 in der Unterlageschicht 20 verzichtet
werden, zum Beispiel falls das Material (zum Beispiel das
Glasfasergewebe %) der Unterlageschicht 20 eline sehr
grobmaschige Struktur aufwelst. Zun Beispiel kann aufl die
Aussparung (en) 8 verzichtet werden, wenn die Maschenweite des
Gewebes 9 grofd genug ist, dass empfindliche Teile der
Funketiketten 1 bzw. der Funkmodule 1 (z.B. der Siliziumchip
3 oder die Metallbricke 4 der Antennenspule 2) innerhalb
einer Masche 9a zu liegen kommen. Die Funketiketten 1 kénnen .
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in diesem Fall auf der Unterlageschicht 20 {(zum Beispiel dem
Armierungsgewebe 9) aufgebracht werden, beispielsweise mit

diesem verklebt werden gemdR einem Ausflihrungsbeispiel.

Fig. 4A und Fig. 4B zeigen eine Unterlageschicht 20 mit einem
darin integrierten Funketikett 1, wobeli beim Herstellen der
Unterlageschicht wie oben beschrieben auf das Bilden der
Aussparung(en) in dem Gewebe 9 verzichtet wurde und das
Funketikett 1 so auf dem Gewebe 9 aufgebracht bzw. angeordnet
ist, dass der Chip 3 des Funketiketts 1 innerhalb einer
Masche 9a des Gewebes 9 liegt. Mit anderen Worten zeigen
Fig. 4A und Fig. 4B als Draufsicht bzw. Querschnitt die
Integration von Funketiketten in einem grobmaschigen Gewebe
ohne Ausschnitt. Bei dem in Fig. 4A und Fig. 4B gezeigten
Ausfihrungsbeispiel sind die Funketiketten 1 auf der
Unterseite des Gewebes 9 aufgebracht. Alternativ kénnen die
Funketiketten 1 auch auf der Oberselte des Gewebes 9

aufgebracht werden.

GCemédfs einem anderen Ausfﬁhrungsbeispiel kann anstelle eines
Armierungsgewebes (allgemein, anstelle eines Materials mit
einer Maschenstruktur) ein Material mit einer durchlidssigen
Struktur flir die Unterlageschicht verwendet werden, und das
bzw. die Funketiketten (allgemein, die elektronischen
Bauelemente) konnen in das durchlissige Material eingebracht

und/oder darauf aufgebracht werden (nicht gezeigt).

. Das Herstellen der Unterlageschicht 20 mit den darin

integrierten Funketiketten 1 gemdR einem der oben
beschriebenen Ausflihrungsbeispiele kann beispielsweise auf
einer Maschine ausgefithrt werden, welche flir eine Rolle-zu-

Rolle-Verarbeitung geeignet ist.

Gemédfl einem Ausfilhrungsbeispiel koénnen nach dem Einbringen
der Funketiketten 1 in die Unterlageschicht 20 diese mit im
Prozessablauf integrierten Lesegerdten ausgelesen und ihre

Funktion getestet werden. Gleichzeitig kann (beispielsweise
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computerprogrammunterstiitzt bzw. per Software) eine
Kartierung der ID-Nummern der Funketiketten 1 auf der Rolle
erstellt werden. Die Kartierung kann zusammen mit der Rolle
ausgeliefert werden und somit einem Kunden oder einem
Installateur zur Verfligung gestellt werden. Bei dem
Lesevorgang ist es auch moglich, Herstellerinformationen in
die Funketiketten 1 mit einzuspeichern. Damit ist zum
Beispiel ein Life-Time-Monitoring des Belags mdglich, d.h.

eine Uberwachung widhrend der gesamten Lebensdauer des Belags.

Fig. 6 zeigt schematisch einen Funktiongtest von in einer
Unterlageschicht 20 integrierten Funketiketten 1 mit einer
gleichzeitigen Kartierung der Funketiketten 1 auf der Rolle
gemdR einem Ausfihrungsbeispiel. Die Unterlageschicht 20
welist ein Glasfasergewebe 9 mit darin eingebrachten und/oder
darauf aufgebrachten Funketiketten 1 auf. Das Glasfasergewebe
9 mit den Funketiketten 1 ist als Rollenmaterial ausgebildet,
welches von einer ersten Rolle 18 abgerollt und auf einer
zweiten Rolle 19 aufgerollit werden kann, wobel zwischen den

_beiden Rollen 18, 19 mittels einer Mehrzahl von Lesegeridten

(in Fig. 6 sind beispielhaft ein erstes Lesegerdt 21 und ein
zweites Lesegerdt 22 gezeigt, alternativ kann eine andere
Anzahl von Lesegeriten verwendet werden) und einer mit den
Lesegerdten 21, 22 gekoppelten Steuereinheit 23 die
Funketiketten 1 ausgelesen, eine Kartierung der Funketiketten
1 erstellt sowie ein Funktionstest der Funketiketten 1
durchgefiihrt werden kann. Die Kartierung kann beispielsweige
auf einem handelsiiblichen Datentrédger 24 bzw. Spelchermedium
(z.B. CD-ROM, DVD-ROM, Diskette, USB-Speicher-Stick, etc.)
gespeichert werden und beispielsweise zusammen mit der
Unterlageschicht 20 an einen Kunden ausgeliefert werden.

Gemédfd einem anderen Ausfilhrungsbeispiel kann auch jedes
einzelne Funketikett die Kartierungsinformation der gesamten
Rolle enthalten. Dazu konnen die Funketiketten so
eingerichtet sein, dass der Speicher jedes Funketikettes

ausreichend groff ist, um die Kartierungsinformation zu
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speichern. Gemidfs einem Ausfinhrungsbeispiel kann die
Kartierung erstellt werden, wenn bereits alle Funketiketten

in der Rolle integriert sind.

Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf Fig. 7A ein Verfahren
beschrieben zum Herstellen einer Bodenbelagunterlage gemafs

einem Ausfihrungsbeispiel.

Bei dem Verfahren wird eine Unterlageschicht 20 mit darin
eingebrachten Funketiketten 1 in eine Schicht 11 aus einem
aushdrtbaren Kunstharz-Material (zum Beispiel Epoxidharz}
eingebettet, so dass eine Bodenbelagunterlage 25 gebildet

wird, wie in Fig. 7A gezeigt ist.

Gemdfs einem alternativen Ausfiihrungsbeispiel kanr anstelle
der Kunstharzschicht 11 eine Schicht aus einem oder mehreren
anderen aushdrtbaren Materialien, z.B. einem
Dispersionskleber-Material oder einem mineralischen

Grundierungs-Material, verwendet werden.

Das Herstellen der Unterlageschicht 20 mit den darin
eingebrachten Funketiketten 1 kann gemdfR dem im Zusammenhang

mit Fig. 1A bis Fig. 3B beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel

erfolgen. Alternativ kann die Unterlageschicht 20 mit den
darin integrierten Funketiketten 1 {allgemein, elektronischen
Bauelementen) gemdfk einem anderen der hierin beschriebenen

Aus fithrungsbeispiele ausgebildet werden bzw. sein.

GemaR dem in Fig. 7A gezeigten Ausfiihrungsbeispiel ist die
Unterlageschicht 20 mit den Funketiketten 1 als
Rollenmaterial bzw. als Rolle ausgebildet, zum Beispiel in

dhnlicher Weise wie in Fig. 6 schematisch gezeigt.

Das Einbetten der Unterlageschicht 20 mit den darin
integrierten Funketiketten 1 in die Kunstharzschicht 11 und
gsomit das Bilden der Bodenbelagunterlage 25 kann
beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Rolle vor Ort {(d.h.
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dort, wo ein Bodenbelag installiert bzw. verlegt werden soll)
auf einem Unterboden (Estrich) 10 aufgebracht wird, mit
Kunstharz am Boden 10 verklebt und gleichzeitig damit
abgedeckt wird. Fig. 7A zeigt die auf dem Unterboden 10
ausgebildete Bodenbelagunterlage 25. Alternativ zu einem
Unterboden (Estrich) kann die Bodenbelagunterlage 25 auch aut

einem anderen Untergrund angeordnet werden.

Gemdfs einem in Fig. 8A bis Pig. 8C dargestellten
Ausfithrungsbeispiel kann das Einbetten der Unterlageschicht
20 dadurch erfolgen, dass auf dem Unterboden 10 eine erste
Teilschicht 1lla aus Kunstharz (aligemein, aus elnem ersten
aushdrtbaren Material)}) aufgebracht wird (siehe Fig. B8A) und
die Unterlageschicht 20 auf der ersten Teilschicht lla
aufgebracht und/oder zumindest telilweise in die erste
Teilschicht 1la eingebracht wird (siehe Fig. 8B).
AnschlieBend kann eine zweite Teilschicht 11b aus Kunstharz
{allgemein, aus einem zwelten aushidrtbaren Material, welches
gleich dem ersten aushidrtbaren Material sein kann aber nicht
nmuss) auf der ersten Teilschicht 1lla und der Unterlageschicht
20 aufgebracht werden (siehe Fig. 8C)}. Die erste Teilschicht
1la und die zweite Teilschicht 11b werden dabei in einem noch
nicht ausgehdrteten Zustand aufgebracht. Weist die
Unterlageschicht 20 eine Maschenstruktur oder eine
durchlidssige Struktur auf, so kann das Material der ersten
Teilschicht 1la mit dem Material der zweiten Teilschicht 1lb
zumindest teilweise in Kontakt treten, und beil einem
anschlieRenden Aushédrten der beiden Teilschichten ila, 1lb
ergibt sich eine feste und robuste Verbindung der ersten
Teilschicht 1lla mit der zweiten Tellschicht 1ib, wobei die
Unterlageschicht 20 mit den Funketiketten 1 in der aus den
beiden Teilschichten 1lla, 1lb gebildeten Schicht 11
eingebettet ist. Weiterhin ergibt sich eine feste Verbindung

der ersten Tellschicht lla mit dem Unterboden 10.

Gemdfd einem anderen Ausfliihrungsbeispiel kann die
Unterlageschicht 20 in die auf dem Unterboden 10 aufgebrachte
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und noch nicht ausgehédrtete erste Teilschicht 1lla eingebracht
(z.B. eingebettet) werden, und die Teilschicht 1la mit der
darin eingebrachten (z.B. eingebetteten) Unterlageschicht 20
kann anschlieRend ausgehdrtet werden, um die Teilschicht 1lla
an dem Unterboden 10 festzukleben. Nachdem die erste
Teilschicht 1lla zumindest teilweise ausgehdrtet ist, kann die
zweite Teilschicht 11b auf der ersten Teilschicht 1lla

aufgebracht werden,

CemdlR einem anderen in Fig. 9A und Fig. 9B dargestellten
Ausfiihrungsbeispiel kann das Einbetten der Unterlageschicht
20 in der Kunstharzschicht 11 dadurch erfolgen, dass die
Unterlageschicht 20 auf dem Unterboden 10 aufgebracht wird
(siehe Fig. 9A) und anschliefend die Kunstharzschicht 11 auf
der Unterlageschicht 20 aufgebracht wird (siehe Fig. 9B).
Weist die Unterlageschicht 20 eine Maschenstruktur oder eine
durchlidssige Struktur auf, so kann das Material der
Kunstharzschicht 11 zumindest teilweise durch die
Maschen/Offnungen der Maschenstruktur/durchldssigen Struktur
hindurchtreten und mit dem Unterboden 10 in Kontakt treten,
so dass sich bei einem anschliefenden Aushdrten der
Kunstharzschicht 11 eine feste und robuste Verbindung der
Kunstharzschicht 11 mit dem Unterboden 10 ergibt, wobeil
gleichzeltig die Unterlageschicht 20 mit den Funketiketten 1
fest (bzw. spielfrei)} in der ausgehdrteten Kunstharzschicht

11 eingebettet wird.

Geméft einem anderen Ausfiihrungsbeispiel kann vor dem
Aufbringen der ersten Teilschicht lla oder der Schicht 11
{(z.B. einer Kunstharzschicht} eine Untergrundvorbereitung

~mittels Schleifens und/oder Frdsens und/oder Kugelstrahlens

und/oder Absaugens erfolgen, um einen verbegserten Verbund
der ersten Teilschicht 1lla bzw. der Schicht 11 zum
Untergrund 10 herzustellen. Zum Beispiel kénnen etwaige grobe
Unebenheiten, Risse und Hohlstellen im Untergrund 10

beseitigt bzw. saniert werden.
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Ferner kann gemifR einem anderen Ausfiihrungsbeispiel vor dem
Aufbringen der ersten Teilschicht 1lla oder der Schicht 11 der
Untergrund 10 mit einer Grundierung versehen werden,
beispielsweise mit einem Kunstharz (z.B. Epoxidharz) oder
einer anderen geeigneten Grundierung, um die Saugfdhigkeit
aufzuheben und die Poren im Untergrund 10 zu schlieZen.
AnschlieRend kann die Unterlageschicht 20 wie oben
beschrieben fest mit dem Untergrund 10 verklebt werden.

Mittels der auf dem Untergrund 10 angeordneten
Bodenbelagunterlage 25 wird ein Untergrund bereitgestellt fur

alle géngigen Bodenbelidge, wie zum Beispiel Stein, Fliesen,

- Teppich, Parkett, Laminat und elastische Beldge mit Ausnahme

von Metall.

Auf der Bodenbelagunterlage 25 kann anschlieffend ein
Bodenbelag 12 aufgebracht werden, so dass ein Fuftboden 50 mit
einer Mehrzahl von integrierten Funketiketten 1 erhalten
wird, wie in Fig. 7B gezeigt ist. Der FuRboden 50 weist
anschaulich einen Unterboden 10 (Estrich) und einen
Bodenbelag 12 auf, sowie eine zwischen dem Unterboden 10 und
dem Bodenbelag 12 angeordnete Bodenbelagunterlage 25, welche
eine in eine aushdrtbare Schicht 11 eingebettete
Unterlageschicht 20 mit darin integrierten Funketiketten 1
aufwelst, zum Belspiel ein in Kunstharz eingebéttetes

Glasfasergewebe mit integrierten Funketiketten.

Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf Fig. 10A ein Verfahren
beschrieben zum Herstellen einer Bodenbelagunterlage gemdfd

einem anderen Ausfihrungsbeispiel.

Das Verfahren untérscheidet gich von dem im Zusammenhang mit
Fig. 7A beschriebenen Verfahren im Wesentlichen darin, dass
beim Einbetten der Funketiketten 1 in die Kunstharzschicht 11
{allgemein in eine aush&ribare Schicht) auf eine
Unterlageschicht verzichtet wird. Mit anderen Worten werden
die zuvor kaschierten Funketiketten 1 {(allgemein die
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elektronischen Bauelemente) gemdR diesem Ausfiihrungsbeispiel
direkt in Kunstharz 11 eingebettet, so dass die in Fig. 10A
gezeigte Bodenbelagunterlage 25 erhalten wird. Diese
Ausgestaltung kann beisgspielsweise bel kleinen Fl&chen oder
streifenférmigem Einbringen der Funketiketten 1 in den
Bodenbelag bzw. in die Bodenbelagunterlage 25 verwendet
werden. Gemdfs einem Ausfihrungsbeispiel kénnen die
Funketiketten 1 von Hand verlegt und mit der Kunstharzschicht
11 iberzogen werden. In diesem Fall kénnen/kann eine
Kartierung und/oder ein Funktionstest der Funketiketten 1
beispielsweise dadurch erfolgen, dass jedes Funketikett 1
nach der Installation von Hand eingelesen und in seiner
Umgebung eingemessen wird. Die Bodenbelagunterlage 25 kann
beispielsweise auf einem Unterboden 10 (Estrich) gebildet

werden, wie in Fig. 10A gezeigt ist.

Ferner kann ein beliebiger Bodenbelag 12 auf der
Bodenbelagunterlage 25 aufgebracht werden, so dass wiederum
ein FuRboden 50 mit darin integrierten Funketiketten 1

erhalten wird, wie in Fig. 10B gezeigt ist.

Nachfolgend werden Eigenschaften und Effekte von
beispielhaften Ausgestaltungen der Erfindung beschrieben.

Gem3R einem Ausflihrungsbeispiel ist ein Verfahren
bereitgestellt, welches das Einbringen von elektronischen
Bauelementen (z.B. Funketiketten bzw. RFID-Tags) in einem
Boden auf einfache und kostenglinstige Weise ermdglicht, wobei
gleichzeitig die elektronischen Bauelemente (z.B. die
Funketiketten) zuverldssig vor hohen Belastungen, denen sie
im Boden ausgesetzt sein kénnen (z.B. Druck, Feuchtigkeit,

Chemikalien), geschiitzt werden.

CemidfRR einem anderen Ausfilhrungsbeispiel ist ein Verfahren

bereitgestellt, mit dem ein hochwertiger Bodenbelag fir einen

FuRboden hergestellt werden kann, oder eine
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Bodenbelagunteriage (Unterschicht), die eine mdglichst freie
Wahl des dariber liegenden sichibaren Bodenbelags zulédsst.

Ein Effekt von hierin beschriebenen Ausfihrungsbeispielen
besteht darin, dass elektronische Bauelemente, insbegondere
Funketiketten (RFID-Tags), in bzw. unter einem beliebigen
Bodenbelag integriert werden kénnen, wodurch beispielsweise
auf einer beliebigen Flidche eine Ortgbestimmung ermdglicht
wird, um bewegliche Gegenstédnde mit und ohne menschiichen
Begleiter und/oder Roboter aller Art und/oder Fahrzeuge
und/oder Personen zu lokalisieren und die Méglichkeit einer
Navigation Uber ein zentrales oder lokales Steuerelement zu

erdffnen.

Anwendungsbeispiele der oben beschriebenen
Lokalisation/Navigation mittels in den Boden integrierter
Funketiketten sind beispielsweise die Lokalisierung vorn
Putzrobotern oder Transportfahrzeugen, Kundenzdhl- und
Kundenleitsysteme im Supermarkt, Flugh&fen, Krankenhdusern

oder generell in &ffentlichen oder privaten Gebduden.

Ein weiterer Effekt von hierin beschriebenen
Ausfihrungsbeispielen besteht darin, dass Funketiketten
rationell, in einem regelmidfigen Raster in einer
Unterlageschicht integriert, unter allen gingigen
Bodenbeldgen - mit Ausnahme von Metall - eingebracht und
(beispielsweise mit Kunstharz) so verkapselt werden kénnen,

- dass sie vor Druck, Nidsse und Chemikalien geschiitzt sind.

Gleichzeitig kann bei der Integration der Funketiketten in
die Unterlageschicht eine Kartierung erstellt werden, die
eine aufwindige Einzelkartierung bei einer Installation vor
Ort tiberfliissig macht. Gemdf einem Ausfihrungsbeispiel kann
auf die Unterlage verzichtet werden und die kaschierten
Funketiketten kénnen direkt im Kunstharz eingebettet werden,
beispielsweise, falls nur kleine Mengen oder einzelne Bahnen
von Funketiketten verlegt werden sollen. In diesem Fall kann

zur Erstellung der Kartierungsinformation vor Ort ein
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manuelles Einlesen und Einmessen der Funketiketten

durchgefiihrt werden.

Gemdfls einem Ausfihrungsbeispiel ist ein Verfahren
bereitgestellt, bei dem ein cder mehrere Funketiketten
(allgemein, ein oder mehrere elektronische Bauelemente) in
eine Unterlageschicht eingebracht werden (beispielsweise in
einem regelméfiigen Raster), die als Unterlageschicht in einer
Bodenbelagunterlage fiir Teppiche, Linoleum, PVC, alle anderen
denkbaren Bahnenwaren, Fliesen, Steinbdden, Betonbdden,

Terrazzo oder eine Kunstharzbeschichtung geeignet ist.

GemdR einem Ausfithrungsbeispiel handelt es sich bel der
Unterlageschicht um Rollenware oder um grofiere Plattenware.
Beisgpiele fiir eine solche Unterlageschicht sind z.B.
Armierungsgewebe aus Glasfaser, Polyethylen Polypropylen,
Polyester, Carbonfaser oder auch Naturfasern.

In diese Unterlageschicht werden (z.B. in einem regelmdfZigen
Raster) die Funketiketten {allgemein die elektronischen

Bauelemente oder Elektronikmodule) eingebracht.

Gemdf einem Ausfithrungsbeigpiel wird hierfiir in der Gréfie des
Funketiketts eine Aussparung in der Unterlageschicht erzeugt,
um einen Héhenausgleich zwischen Modul und Unterlageschicht
zu erreichen. Die Aussparung kann zum Beispiel durch Lasern,
Stanzen, Schneiden, Frédsen oder andere geelgnete Verfahren

erzeugt werden.

Besteht die Unterlageschicht aus einem sehr grobmaschigen
Gewebe, kann gemdfl einem anderen Ausfihrungsbeispiel auf die
Aussparung verzichtet werden. In diesem Fall kann das
Einbringen der Funketiketten so erfolgen, dass empfindliche
Bereiche der Funketiketten wie z.B. ein Siliziumchip

innerhalb der Maschen des Gewebes zu liegen kommt.
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Das Funketikett kann gemidfi einem Ausfihrungsbeispiel
beidseitig mit einer Verkapselungsschicht (zum Beispiel einer
thermoplastischen Kunststoffschicht) verkapselt werden, um
einen Hohenausgleich auf dem Funketikett (zwischen einzelinen
Komponenten des Funketiketts, z.B. Siliziumchip, Inlay,
Leiterbahnen, etc.} zu erreichen, und um einen Schutz gegen
mechanische und chemische Einfliisse sowie Feuchtigkeit beim

Verlegen zu gewdhrleisten.

Gemdfs einem Ausfliihrungsbeispiel wird die Verkapselungéschicht
etwas grofer als das Funketikett gewdhlt und kann dadurch
gemdf einem anderen Ausfithrungsbeispiel auch zum Einkleben
des Funketiketts in die Unterlageschicht benutzt werden.

Geméfd einem anderen Ausfiihrungsbeispiel wird das Funketikett
unter Druck und Warmeeinwirkung in die Unterlageschicht

eingeklebt.

Gemdft einem anderen Ausfihrungsbeispiel wird beim Einbringen
der Funketiketten in die Unterlageschicht mittels eines
Lesegerdtes die ID-Nummer jedes Funketiketts gelesen und
damit ein Funktionstest realisiert. Gemdfl einem anderen
Ausflihrungsbeispiel werden gleichzeitig die ID-Nummern mit
einer entsprechenden Software abgespeichert. Auf diese Weise
kann eine Kartierung des Rollenmaterials erhalten werden.

‘Eine Rolle kann mit dieser Information ausgeliefert werden

{z.B. an einen Kunden), so dass eg nach der Installation
ausreicht, beigpielsweise nur den Anfang und das Ende einer
Bahn einzulesen, um die physikalische Position der einzelnen

Funketiketten im Raum schnell bestimmen zu kénnen.

Gemdls einem anderen Ausfihrungsbeisgpiel erfolgt die
Installation der Unterlageschicht durch das Einbetten in
eilner aushédrtbaren Schicht, z.B. einer XKunstharzschicht
{beispielswelse einer Epoxidharz-Schicht), die beisplelsweise

eine etwas grbfere Dicke als die Unterlageschicht aufweist.
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Der jeweilige Untergrund {(z.B. Betone und Estriche aller Art,
in Ausnahmefdllen auch Fliesen, Steine aller Art, Kunststeine
aller Art, Beschichtungen) kann so eingerichtet werden, dass
er frei von trennenden Substanzen, Fetten oder Olen ist. Eine
Untergrundvorbereitung mittels Schleifens, Frésens,
Kugelstrahlens und Absaugens kann durchgefliihrt werden, um
einen verbesgsserten bzw. optimalen Verbund zum Untergrund
herzustellen. Etwaige grobe Unebenheiten, Risse und
Hohlstellen k&nnen vorher begseitigt bzw. saniert werden.

Der jeweilige Untergrund kann beispielsweise zundchst mittels
Kunstharz/Epoxidharz oder einer anderen geeigneten
Grundierung versehen werden, um die Saugfdhigkeit aufzuheben
und die Poren im Untergrund zu schlieRen. Das Gewebe kann
dann mittels Kunstharz/Epoxidharz cder einem anderen
geeigneten Material fest mit dem Untergrund verklebt werden.

Gemdf einem Ausfithrungsbeispiel kann die Uberdeckung des
Gewebes (z.B. eines Armierungsgewebes) und/oder des
Funketiketts mit der aushdrtbaren Schicht (zum Beispiel der
Kunstharzschicht) ungefdhr 0.1 mm bis 10 mm betragen,
beispielsweise ungefdhr 0.5 mm bis 4 mm, zum Beispiel

ungefdhr gréRer oder gleich 2 mm.

Ein Nutzbelag (Bodenbelag) eineg Fufbodeng kann gemdfs einem

ausfiihrunggsbeispiel mit zu dem Material, in dem das Gewebe

‘eingebettet ist, entgprechenden Materialien auf dem Gewebe

verklebt werden. Die Reichweite der Lesegerdte fir
Funketiketten ist in der Regel grofd genug, um auf dem
Bodenbelag noch jede andere Art von Boden aufbauen zu kdnnen,
mit Ausnahme von Metallbdden, da dlese die
elektromagnetigchen Wellen eines Legegeritegs abgchirmen

wirden,

Wird ein zusédtzlicher Bodenbelag auf der Kunstharzschicht
(allgemein der aushédrtbaren Schicht) aufgebracht, so kann die

‘Dicke dieser Schicht minimiert werden. GemiR einem
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Ausfihrungsbeispiel kann die Dicke der Kunstharzschicht in
diesem Fall ungefdhr 0.1 mm bis 2 mm betragen, beispielsweise
ungefdhr I mm. Alternativ kann die Kunstharzschicht eine

andere Dicke aufweisen.

Gemdf einem anderen Ausfithrungsbeispiel kann auf die
Unterlageschicht komplett verzichtet werden (z.B. falls nur
sehr kleine Flichen oder einzelne Funketiketten verlegt
werden sollen), und die, beispielsweise mit einer
Kunststoffschicht verkapselten, Funketiketten kodnnen direkt
in der Kunstharzschicht eingebettet werden. In diesem Fall
kann eine Kartierung beispielsweise dadurch erfolgen, dass
jedes Funketikett einzeln gelesen und seine Position im Raum

eingemessgsen und kartiert wird.
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Patentanspriiche

2.

Verfahren zum Herstellen einer Bodenbelagunterlage, bei
dem:

mindestens ein elektronisches Bauelement in eine
Schicht, welche mindestens ein aushidrtbares Material
aufwelst, eingebettet wird;

das mindestens eine elektronische Bauelement in eine
Unterlageschicht eingebracht und/oder auf einer
Unterlageschicht aufgebracht wird;

die Unterlageschicht mit dem elektronischen Bauelement
in der Schicht, welche das mindestens eine aushdrtbare
Material aufweisgt, eingebettet wird;

die Unterlageschicht eine fiir das mindestens eine
aushidrtbare Material durchlédssige Struktur oder eine

Maschenstruktur aufweist oder ein Armierungsgewebe ist.

Verfahren gemédfs Angpruch 1,

wobel das mindestens eine aushidrtbare Material mindestens

eines der folgenden Materialien aufweist:

ein Kunstharz-Material;

ein Dispersionskleber-Material;

ein mineralisches Grundierungs-Material;

ein Gemisch aus den vorgenannten Materialien.

Verfahren gemidf Anspruch 1 oder 2, wobei:

das mindestens eine elektronische Bauelement auf einer
ersten Teilschicht, welche ein erstes aushdrtbares
Material aufweist, .aufgebracht wird und/oder zumindest

teilweise in die erste Teilschicht eingebracht wird;

eine zwelte Teilschicht, welche ein zweltes aushdrtbares

Material aufweist, auf der ersten Teilschicht und dem
elektronischen Bauelement aufgebracht wird, so dass die
Schicht mit dem darin eingebetteten mindestens einen

elektronischen Bauelement gebildet wird.

Verfahren gemidfs Anspruch 3,
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wobeil das erste aushirtbare Material und/oder das zwelte
aushidrtbare Material mindestens eines der folgenden

Materialien aufweisen/aufweist;

] ein Kunstharz-Material;

. ein Disgpersionskleber-Material;

. ein mineralisches Grundierungs-Material;

. oder ein Gemisch aus den vorgenannten Materialien.
5. Verfahren gemdfs Anspruch 4,

wobel eine Mehrzahl von elektronischen Bauelementen in einem
regelmidfigen Raster in die Unterlageschicht eingebracht

und/oder auf der Unterlageschicht aufgebracht wird.

6. Verfahren gem&f einem der Anspriiche 1 bis 5,
wobel das Armierungsgewebe mindestens eines der folgenden

Materialien aufweilst:

. ein Glasfaser-Material;

. Polyethylen;

. Polypropvylen;

. Polyesteér;

] ein Carbonfaser-Material;

. ein Naturfaser-Material;

. Metalldr&hte.

7. Verfahren gemdff einem der Anspriche 1 bis 6,

wobeil in der Unterlageschicht mindestens eine Aussparung
gebildet wird und das mindestens eine elektronische
Bauelement in die mindestens eine Aussparung eingebracht

wird.

8. Verfahren gemidfs Anspruch 7,

wobel die mindestens eine Aussparung mittels eines der

folgenden Verfahren gebildet wird:

. Lasern;
. Stanzen;
. Schneiden;

. Frigsen,
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9, Verfahren gemidft einem der Anspriiche 1 bis 8,

wobel das mindestens eine elektronische Bauelement vor dem

Einbetten in einer Verkapselungsschicht verkapselt wird.

10. Verfahren gemidf einem der Anspriiche 1 bis §,

wobel das mindestens eine elektronische Bauelement vor dem
Einbringen in die Unterlageschicht und/oder Aufbringen auf
der Unterlageschicht in einer Verkapselungsschicht verkapselt

wird und unter Verwendung der Verkapselungsschicht mit der

Unterlageschicht verklebt wird.

11. Verfahren gem&f einem der Anspriiche 1 bis 10,
wobel das mindestens elne elektronische Bauelement ein Funk-

Identifikationsdatentriger ist.

12. Verfahren zur Integration mindestens eines

elektronischen Bauelementes in einem FuRboden, beli dem:

JJ elne Bodenbelagunterlage mittels eines Verfahrens gemdlR
einem der Anspriche 1l bis 11 bereitgestellt wird;

. ein Bodenbelag auf der Bodenbelagunterlage aufgebracht
wird.

13. Bodenbelagunterlage,
. mit einer Schicht, welche mindestens ein aushidrtbares

Material aufweilst;

.. mit mindestens einem elektronischen Bauelement, welches
in der Schicht eingebettet ist;

. mit einer Unterlageschicht;

. wobel das mindestens eine elektronische Bauelement in
die Unterlageschicht eingebracht und/oder auf der
Unterlageschicht aufgebracht ist; .

. wobei die Unterlageschicht mit dem elektronischen
Bauelement in der Schicht eingebettet ist; und

. wobei die Unterlageschicht eine fiir das mindestens eine

~aushdrtbare Material durchldssige Struktur oder eine
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Maschenstruktur aufweist oder die Unterlageschicht ein

Armierungsgewebe ist.

Bodenbelagunterlage gemdfs Anspruch 13,

wobel das mindestens eine aushédrtbare Material eines der

folgenden Materialien aufweist:

15.

16.

ein Kunstharz-Material;

ein Dispersionskleber-Material;

ein mineralisches Grundierungs-Material;

ein Gemisch aus den vorgenannten Materialien.

Bodenbelagunterlage gemdf Anspruch 13 oder 14, wobkeil:
die Schicht eine erste Teilschicht und eine zweite
Teilschicht aufweist;

die erste Teilschicht ein erstes aushdrtbares Material

aufweist;
die zwelte Tellschicht ein zweites aushidrtbares Material

aufweist;

das mindestens eine elektronische Bauelement auf der
ersten Teilschicht aufgebracht und/oder zumindest
teilweise in die erste Teilschicht elingebracht ist;
die zweite Teilschicht auf der ersten Teilschicht und

dem elektronischen Bauelement aufgebracht ist.

Bodenkbelagunterlage gemaf Anspruch 15,

wobei das erste aushidrtbare Material und/oder das zwelte

aushidrtbare Material mindestens eines der folgenden

Materialien aufwelsen/aufweist:

17.

ein Xunstharz-Material;

ein Dispersionskleber-Material;

ein mineralisches Grundierungs-Material;

ein Gemisch aus den vorgenannten Materialien.

Bodenbelagunterlage gemidf einem der Anspriiche 13 bis 16,

wobel eine Mehrzahl von elektreonischen Bauelementen in einem

regelmdfRigen Raster in die Unterlageschicht eingebracht

und/oder_auf.der Unterlageschicht aufgebracht ist.
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18. Bodenbelagunterlage gemdff einem der Anspriche 13 bis 17,
wobel das Armierungsgewebe mindestens eines der folgenden

Materialien aufweist:

. ein Glasfaser-Material;

] Polyethylen;

. Polypropyvlen;

. Polyester;

. ein Carbonfaser-Material;
. ein Naturfaser-Material;
. Metalldrahte.

19. Bodenbelagunterlage gemdfl einem der Anspriche 13 bis 18,
wobeil in der Unterlageschicht mindestens eine Aussparung
ausgebildet ist und das mindestens eine elektronische

Bauelement in die mindestens eine Aussparung eingebracht ist.

20. Bodenbelagunterlage gemdfs einem der Anspriiche 13 bis 19,
wobeil das mindestens eine elektronische Bauelement in einer

Verkapselungsschicht verkapselt ist.

21. Bodenbelagunterlage gemif einem der Anspriiche 13 bis 19,
wobei das mindestens eine elektronische Bauelement in einer
Verkapselungsschicht verkapselt ist und unter Verwendung der
Verkapselungsschiéht mit der Unterlageschicht verklebt ist.

22. Bodenbelagunterlage gemidf einem der Anspriiche 13 bis 21,
wobel das mindestens eline elektronische Bauelement ein Funk-

Identifikationsdatentrager i1st.

23, FuRbeden mit mindestens einem integrierten

elektronischen Bauelement, aufwelsend:

) eine Bodenbelagunterlage gemdfs einem der Anspriche 13
bis 22;
] - einen Bodenbelag, welchier auf der Bodenbelagunterlage

aufgebracht ist.
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24. Verfahren zum Herstellen einer Unterlageschicht fir

eine Bodenbelagunterlage, bei dem:

. eine Unterlageschicht bereitgestellt wird, wobei die
Unterlageschicht eine durchlidssige Struktur oder eine
Maschenstruktur aufweist;

. mindestens ein elektronisches Bauelement in die
Unterlageschicht eingebracht und/oder auf der
Unterlageschicht aufgebracht wixd.

25. Verfahren gemdfi Anspruch 24,

wobel eine Mehrzahl von elektronischen Bauelementen in einem
regelmédfigen Raster in die Unterlageschicht eingebracht
und/oder auf der Unterlageschicht aufgebracht wird.

26 . Verfahren gemd&f Anspruch 24 oder 25,
wobel die Unterlageschicht ein Armierungsgewebe ist.

27, Verfahren gemdfd Anspruch 26,
wobel das Armierungsgewebe mindestens eines der folgenden

Materialien aufweist:

. ein Glasfaser-Material;
N Polyethylen;

. Polypropyvlen;

. Polyester;

. ein Carbonfaser-Material;
. ein Naturfaser-Material
. Metalldrédhte.

28. Verfahren gemdfll einem der Anspriche 24 bis 27,

~wobel in der Unterlageschicht mindestens eine Aussparung

gebildet wird und das mindestens eine elektronische
Bauelement in die mindestens eine Aussparung eingebracht

wird.

29. Verfahren gemidfi- Anspruch 28,
wobei die mindestens eine Aussparung mittels eines der

-folgenden Verfahren gebildet wird:
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L Lasern;
L] Stanzen;
. Schneilden;
. Frisen.

30. Verfahren gemdl einem der Anspriche 24 bis 29,

wobel das mindestens eine elektronische Bauelement vor dem
Einbringen in die Unterlageschicht und/oder Aufbringen auf
der Unterlageschicht in einer Verkapselungsschicht verkapselt

wird,

31. Verfahren gemdfZ Anspruch 30,
wobel das mindestens eine elektronische Bauelement unter
Verwendung der Verkapselungsschicht mit der Unterlageschicht

verklebt wird.

32. Verfahren gemdf einem der Anspriiche 24 bis 31,
wobei das mindestens eine elektronische Bauelement ein Funk-

Identifikationsdatentréger ist.

33. Unterlageschicht fir eine Bodenbelagunterlage,
aufweisend:

L mindestens ein elektronisches Bauelement, welches in die
Unterlageschicht eingebracht und/oder auf der
Unterlageschicht aufgebracht ist;

. wobel die Unterlageschicht eine durchléssige Struktur

oder elne Maschenstruktur aufweist.

34. TUnterlageschicht gemdfs Anspruch 33,

wobei eine Mehrzahl von elektronischen Bauelementen in einem
regelmé&fiigen Raster in die Unterlageschicht eingebracht
und/oder auf der Unterlageschicht aufgebracht ist.

35. Unterlageschicht gemdf Anspruch 33 oder 34,

wobei die Unterlageschicht ein Armierungsgewebe ist.

36. Unterlageschicht gemdfs Anspruch 35,
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wobei das Armierungsgewebe mindestens eines der folgenden

Materialien aufweist:

. ein Glasfaser-Material;

. Polyethylen;

. Polypropylen;

) Polyester;

. ein Carbonfaser-Material;
. ein Naturfaser-Material;
. Metalldré&hte.

37. TUntexlageschicht gemdfs einem der Anspriiche 33 bis 36,
wobel in der Unterlageschicht mindestens eine Aussparung
ausgebildet ist und das mindestens eine elektronische

Bauelement in die mindestens eine Aussparung eingebracht ist.

38. TUnterlageschicht gemdf einem der Ansgpriche 33 bis 37,
wobeil das mindestens eine elektronische Bauelement in einer

Verkapselungsschicht verkapselt ist.

39, Verfahren gemidfi Anspruch 38,
wobel das mindegtens eine elektronisgche Bauelement unter
Verwendung der Verkapselungsschicht mit der Unterlageschicht

verklebt ist.

40. Unterlageschicht gemdf einem der Anspriche 33 bis 39,
wobei das mindestens eine elektronische Bauelement ein Funk-

Identifikationsdatentréger ist.
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